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(54) Title: ELECTRICAL MODULE FOR BEING RECEIVED BY AUTOMATIC PLACEMENT MACHINES BY MEANS OF
GENERATING A VACUUM

(54) Bezeichnung : ELEKTRISCHES MODUL ZUR AUFNAHME DURCH BESTUCKUNGSAUTOMATEN MITTELS
ERZEUGUNG FEINES VAKUUMS

FIG 1

(57) Abstract: The invention relates to an electrical module (100) for being received by automatic placement machines by means of
generating a vacuum, comprising a carrier substrate (10), at least one component (20, 21) disposed on the carrier substrate (10), and
a cover element (30) disposed above the at least one component (20, 21). A fixing component (40) by which the cover element (30)
is attached to the at least one component (21) is disposed between the cover element (30) and the at least one component (21). The
cover element can be implemented as a dimensionally stable, flat film by means of which it is possible to suction the module by
means of vacuum for a placement method, and to place said module at a position on a circuit board.

(57) Zusammenfassung:
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Ein elektrisches Modul (100) zur Aufnahme durch Bestiickungsautomaten mittels Frzeugung eines Vakuums, umfasst ein
Tragersubstrat (10), mindestens ein Bauelement (20, 21), das auf dem Trégersubstrat (10) angeordnet ist, und ein Abdeckelement
(30), das iiber dem mindestens einen Bauelement (20, 21) angeordnet ist. Zwischen dem Abdeckelement (30) und dem mindestens
einen Bauelement (21) ist eine Fixierungskomponente (40), durch die das Abdeckelement (30) an dem mindestens einen
Bauelement (21) befestigt ist, angeordnet. Das Abdeckelement kann als eine formstabile, ebene Folie ausgefiihrt sein, durch die es
erméglicht wird, das Modul durch ein Bestlickungsverfahren, mittels Vakuum anzusaugen und an einem Ort auf einer
Leiterplatine zu platzieren.
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Beschreibung

Elektrisches Modul zur Aufnahme durch Bestlickungsautomaten

mittels Erzeugung eines Vakuums

Die Erfindung betrifft ein elektrisches Modul, das von einem
Bestilickungsautomaten mittels Erzeugung eines Vakuums aufge-
nommen und auf einer Leiterplatine platziert werden kann. Die
Erfindung betrifft des weiteren ein Verfahren zum Herstellen
eines elektrischen Moduls, das von einem Bestiickungsautomaten
mittels Erzeugung eines Vakuums aufgenommen und auf einer

Leiterplatine platziert werden kann.

Ein Modul umfasst eine Vielzahl von miteinander verschalteten
Bauelementen zur Realisierung verschiedenster Funktionen.
Durch den Einsatz derartiger Module ist es nicht mehr erfor-
derlich, fiir samtliche Funktionen einer Anwendung ein eigenes
Schaltungsdesign zu entwerfen. Das Modul lasst sich vielmehr

als fertige Baugruppe in eine komplexe Schaltung integrieren.

Mit einem derartigen Modul lassen sich beispielsweise Du-
plexer- oder Filterbanke realisieren. Der Einbau von Modulen
in einen groBeren Schaltungskomplex kann beispielsweise mit-
tels einer SMD(Surface Mounted Device)-Technik erfolgen. Beil
der SMD-Technik ist auf einer Leiterplatine Lotpaste an einer
Stelle vorgesehen, an der das Modul im spadteren Herstellungs-
prozess mit der Leiterplatine verlotet wird. Das Modul wird
zundchst mit seiner Unterseite auf das Lotmaterial aufge-
setzt. Durch Erhitzen und Schmelzen der Ldtpaste werden die

Kontaktflachen des Moduls mit der Leiterplatine kontaktiert.

Zzum Platzieren des Moduls auf den Stellen der Leiterplatine,
an denen die Lotpaste aufgetragen ist, werden im allgemeinen

Bestiickungsautomaten verwendet. Derartige Bestiickungsautoma-
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ten konnen das Modul beispielsweise mit Vakuumpipetten ansau-
gen, durch die beispielsweise auf einem Deckel des Moduls ein
Vakuum erzeug wird, wodurch das Modul sicher an dem Besti-
ckungsautomaten gehalten wird. Durch den Bestiickungsautomat
wird das Modul an die gewilinschte Stelle der Leiterplatine be-

wegt und dort platziert, indem das Vakuum abgeschaltet wird.

Die auf einem Tragersubstrat aufgebrachten Bauelementen, bei-
spielsweise Oberfldchenwellen-Bauelementen, konnen auf dem
Tragersubstrat mit einer Epoxidmasse umgeben sein und sind
somit verkapselt. Uber den Bauelementen des Moduls kann al-
ternativ dazu ein geschlossener Deckel vorgesehen sein, der
das Modul abdichtet und somit ein geschlossenes Gehduse um
die Bauelemente bildet. Durch die Epoxidmasse oder den Deckel
kann eine ebene Oberfldche auf der Oberseite des Moduls ge-
schaffen werden. Auf der ebenen Oberseite der Verkapselungs-
masse oder des Deckels kann von einem Bestiickungsautomaten
ein Vakuum erzeugt werden. Dadurch k&énnen die Module von dem
Bestiickungsautomaten aufgenommen werden, um an einer bestim-

mungsgemaben Stelle einer Leiterplatine platziert zu werden.

Die Verkapselung der Bauelemente mittels einer Verkapselungs-
masse (Mold-Verfahren) ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das
Anbringen eines Deckels Uber den Bauelementen eines Moduls
erfordert einen erhdthten Platzbedarf auf dem Tragersubstrat
des Moduls. Die Verkapselung von Bauelementen durch eine Ver-
kapselungsmasse beziehungsweise durch das Anbringen eines
randseitig geschlossenen Deckelelements ist insbesondere filr
Module erwiinscht, bei denen Bauteile, beispielsweise Flip-
Chip-Bauteile, oder Drahtverbindungen zwischen den Bauteilen
besonders geschiitzt werden miissen. Bei gehdusten Bauteilen,
beispielsweise bei Oberfldchenwellen-Bauelementen, ist ein
Schutz der Rauelemente nicht zwingend erforderlich. Das Um-

spritzen der Bauelemente mittels eines Verkapselungsmaterials
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stellt daher einen aufwendigen und oftmals nicht zwingend er-
forderlichen Prozess dar. Das Aufbringen eines Deckels iiber

bereits gehaduste Bauelemente eines Moduls ist ebenfalls nicht
notwendig und erfordert zudem einen erhdhten Platzbedarf auf

dem Tragersubstrat des Moduls.

Es ist wlinschenswert, ein elektrisches Modul zur Aufnahme
durch Vakuum-Bestlickungsautomaten bereitzustellen, wobei das
Modul auf einfache und zuverlédssige Weise von einem Besti-
ckungsautomaten mittels Erzeugung eines Vakuums aufgenommen
und auf einer Leiterplatine platziert werden kann. Des weite-
ren soll ein Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Mo-
duls zur Aufnahme durch Vakuum-Bestiickungsautomaten angegeben
werden, wobeil das Modul auf einfache und zuverladssige Weise
von einem Bestickungsautomaten mittels Erzeugung eines Vaku-
ums aufgenommen und auf einer Leiterplatine platziert werden

kann.

Ein elektrisches Modul zur Aufnahme durch BRestiickungs-
automaten mittels Erzeugung eines Vakuums, umfasst ein Tra-
gersubstrat, mindestens ein Bauelement, das auf dem Trager-
substrat angeordnet ist, und ein Abdeckelement, das liber dem
mindestens einen Bauelement angeordnet ist. Zwischen dem Ab-
deckelement und dem mindestens einen Bauelement ist eine Fi-
xierungskomponente, durch die das Abdeckelement an dem min-

destens einen Bauelement befestigt ist, angeordnet.

Das Abdeckelement kann sehr dinn, beispielsweise mit einer
Dicke zwischen 10 pm und 150 pm ausgebildet sein. Das Abdeck-
element kann beispielsweise als eine Folie aus mit Klebstoff
beschichtetem Polyimid (PI), Polyethylenterephtalat (PET),
Polyester oder anderen Polymeren ausgebildet sein. Zusatzlich
kann das Abdeckelement eine ebene, formstabile Oberflache

aufweisen. Das Modul mit dem iUber den Bauelementen und dem
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Tragersubstrat angeordneten Abdeckelement mit ebener, form-
stabiler Oberfladche stellt somit eine platzsparende und kos-
tenglinstige Moglichkeit dar, das Modul mittels eines Bestii-
ckungsverfahrens durch Vakuum-Ansaugen (Pick-and-Place-
Verfahren) an einer beliebigen Stelle einer Leiterplatte zu
platzieren. Des weiteren kann durch eine leitfahige Beschich-
tung des Abdeckelements und das Anbringen eines leitfahigen
Koppelelements zwischen dem Trédgersubstrat und dem Abdeckele-
ment eine elektromagnetische Abschirmung der auf dem Trager-

substrat angeordneten Bauelemente erzielt werden.

Im folgenden wird ein Verfahren zum Herstellen eines elektri-
schen Moduls zur Aufnahme durch BRestlckungsautomaten mittels
Erzeugung eines Vakuums angegeben. Das Verfahren umfasst das
Bereitstellen eines Tragersubstrats. Das Tragersubstrat wird
mit mindestens einem Rauelement bestiickt. Ein Abdeckelement

wird Uber dem mindestens einen Bauelement durch ein Befesti-
gen des Abdeckelements auf dem mindestens einen Bauelement

mittels einer Fixierungskomponente angeordnet.

Weitere Ausgestaltungsformen des Moduls und des Verfahrens
zum Herstellen des Moduls sind den Unteranspriichen zu entneh-

men.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Figuren, die Aus-
fihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung zeigen, naher

erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine Ausfiithrungsform eines elektrischen Moduls zur
Aufnahme durch einen Bestiickungsautomat mittels Er-

zeugung eines Vakuums,
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Figur 2 einen Querschnitt einer Ausfihrungsform eines e-
lektrischen Moduls zur Aufnahme durch einen Besti-

ckungsautomat mittels Erzeugung eines Vakuums,

Figur 3 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungs-
form eines elektrischen Moduls zur Aufnahme durch
einen Bestiickungsautomaten mittels Erzeugung eines

Vakuums,

Figur 4 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungs-
form eines elektrischen Moduls zur Aufnahme durch
einen Bestiickungsautomaten mittels Erzeugung eines

Vakuums,

Figur 5 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungs-
form eines elektrischen Moduls zur Aufnahme durch
einen Bestiickungsautomaten mittels Erzeugung eines

Vakuums,

Figur 6 einen Restlckungsautomaten zur Platzierung eines

Moduls auf einer Leiterplatine.

Figur 1 zeigt eine Ausfihrungsform eines elektrischen Moduls
100 einer Lange L und einer Breite B. Das Modul weist ein
Tragersubstrat 10 auf, auf dem eine Vielzahl von Bauelementen
20 angeordnet sind. Die Bauelemente konnen beispielsweise Wi-
derstande, Induktivitaten, Kapazitadten oder Oberflachenwel-
len-Bauelemente sein, die auf dem Tragersubstrat aufgeldtet
sind. Die Bauelemente kénnen ein Gehause aufweisen. In dem
Gehduse kann ein Chip angeordnet sein. Uber dem Tradgersub-
strat 10 und den Rauelementen 20 ist ein Abdeckelement 30 an-
geordnet. Zur Befestigung des Abdeckelements iiber den Bauele-

menten beziehungsweise dem Tragersubstrat ist eine Fixie-
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rungskomponente 40 vorgesehen, die auf mindestens einem der

Bauelemente angebracht ist.

Die Bauelemente 20 kdnnen eine unterschiedliche Bauhohe auf-
welisen. Bauelemente 21 weisen beispielsweise eine hdohere Bau-
hohe als Bauelemente 22 auf. Gemal einer mdglichen Ausfiih-
rungsform ist die Fixierungskomponente 40 bevorzugt auf den
Bauelementen 21, die die hochste Bauhohe auf dem Modul auf-
welsen, angeordnet. Die Fixierungskomponente kann daher auf
einem oder mehreren Bauelementen vorgesehen sein. Insbesonde-
re i1st es nicht erforderlich, die Fixierungskomponente auf
allen BRauelementen des Moduls anzubringen. Ebenfalls ist es
nicht erforderlich, die Fixierungskomponente auf allen Bau-
elementen 21, die eine hohere Bauhdhe als andere Bauelemente
aufweisen, anzubringen. Beispielsweise kann die Fixierungs-
komponente nur auf den auf dem Tradgersubstrat 10 randseitig
angeordneten Bauelementen 2la oder auf den mittigen, zwischen
den randseitigen Bauelementen angeordneten Bauelementen 21Db

vorgesehen sein.

Zzur Gewadhrleistung eines sicheren Halts der Bauelemente 21,
auf denen das Abdeckelement 30 fixiert ist, konnen die Bau-
elemente 21 zusatzlich auf dem Tragersubstrat mittels der Fi-
xierungskomponente 40 befestigt sein. Die Fixierungskomponen-
te kann dazu nicht nur auf der Oberseite der Bauelemente 21
sondern auch an den Seitenfldchen der Bauelemente 21 und auf

dem Tréagersubstrat angeordnet sein.

Neben dem Aufbringen der Fixierungskomponente auf die Bauele-
mente kann dazu alternativ das Abdeckelement 30 auf einer Un-
terseite mit einer Fixierungskomponente 40 beschichtet sein.
Bei einem Zusammenfigen von Abdeckelement und Tragersubstrat
mit den darauf angeordneten Bauelementen wird das Abdeckele-

ment auf den hochsten Bauelementen 21 fixiert. Das Zusammen-—
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fiilgen kann beispielsweise durch ein Anpressen des Abdeckele-

ments auf die Bauelemente erfolgen.

Die Fixierungskomponente 40 kann beispielsweise als eine Kle-
berschicht ausgebildet sein. Die Kleberschicht 40 kann ein
Fpoxid oder ein Silikon enthalten. Geringe Hbhenunterschiede
zwischen den hdéchsten Bauelementen 21 werden durch den Kleber
bei dem Klebeverfahren ausgeglichen. Als Klebermaterial kann
beispielsweise ein 2-Komponenten-Harzsystem verwendet werden.
Das Klebermaterial hartet bei Raumtemperatur oder bei einer
hoheren Temperatur zwischen 100 °C bis 150 °C aus. Die Erwar-
mung des Moduls auf eine derartige Temperatur kann beispiels-
weise in einem Ofen erfolgen, in dem das Modul erwarmt wird.
Dadurch ist das Abdeckelement 30 mit den hochsten BRauelemen-
ten 21 verbunden. Zwischen den niedrigeren Bauelementen 22
und dem Abdeckelement 30 kann ein Luftspalt oder ein Fillma-

terial angeordnet sein.

Neben einer Kleberschicht kann als Fixierungskomponente auch
ein Lotmaterial verwendet werden, das auf die Bauelemente 21
aufgebracht wird. Durch ein Aufschmelzen des Lotmaterials beil
hohen Temperaturen und infolge eines anschlieBenden Erstar-
rens des Lotmaterials wird das Abdeckelement 30 auf den

hochsten Bauelementen 21 befestigt.

Das Tragersubstrat 10 kann als ein Laminat, insbesondere ein
Laminat auf Epoxid-Basis oder auf Basis eines Harzes, ausge-
bildet sein. Als Epoxid-basiertes Laminat kann beispielsweise
ein FR4-Substrat verwendet werden. Des weiteren kdnnen BT
(Bismaleimide-Triazine)-Substrate verwendet werden. Das Lami-
nat weist mehrere diinne Schichten auf, die zu einem Stapel
miteinander verpresst sind. Das Tragersubstrat kann auch ein
Material aus einer Keramik aufweisen. Das Tragersubstrat des

Moduls kann beispielsweise eine Dicke zwischen 0,15 mm bis
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0,3 mm aufweisen. Eine Glasilibergangstemperatur des Materials
des Substrats kann bei ca. 180 °C liegen. Ein thermischer
Ausdehnungskoeffizient des Substratmaterials kann ungefahr 17

ppm pro Kelvin betragen.

Das Abdeckelement 30 ist derart ausgebildet, dass es eine e-
bene, formstabile Oberflache aufweist, so dass auf der Ober-
seite 030 des Abdeckelements von einem Bestiickungsautomaten
ein Vakuum erzeugt werden kann, wodurch das Modul an einer
Vakuumpipette des Bestiickungsautomaten sicher und zuverlassig
haften kann. Des weiteren kann die Oberseite 030 des Abdeck-
elements derart ausgebildet sein, dass sie beschriftbar ist.
Zur Beschriftung kann beispielsweise ein Laser verwendet wer-
den. Das Abdeckelement kann ein Material aus einem Polymer,
insbesondere aus Polyimid (PI), Polyethylenterephthalat (PET)

oder Polyester, enthalten.

Bevorzugt sind das Abdeckelement 30 und das Tragersubstrat 10
aus dem gleichen Material ausgebildet. Fiir das Abdeckelement
kann auch ein dhnliches Material wie flir das Tragersubstrat
verwendet werden. Bevorzugt wird fir das Abdeckelement 30 ein
Material verwendet, das zumindest gleiche beziehungsweise
ahnliche thermomechanische Eigenschaften wie das Material des
Trdgersubstrats aufweist. BReispielsweise wird fir das Abdeck-
element 30 ein Material mit einer Glasibergangstemperatur
zwischen 140 °C und 200 °C verwendet. Der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient des Materials des Abdeckelements liegt vor-
zugsweise zwischen 17 ppm pro Kelvin und 25 ppm pro Kelvin.
Das Material des Abdeckelements kann ein Elastizitdtsmodul

zwischen 500 MPa und 650 MPa aufweisen.

Das Abdeckelement weist bevorzugt eine Dicke zwischen 10 pm
bis 150 pm auf. Aufgrund der geringen Dicke des Abdeckele-

ments weist das Modul 100 eine flache Bauform auf. Da zur Fi-
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xierung des Abdeckelements {iber den Bauelementen und dem Tra-
gersubstrat lediglich ein Kleberauftrag auf einigen der Bau-
elemente erfolgt beziehungsweise die Unterseite des Abdeck-
elements mit einer Kleberschicht beschichtet wird, kann das
Abdeckelement sehr kostenginstig montiert werden. Die Bauele-
mente 21 dienen als Trédger beziehungsweise Stlitzen fir das
Abdeckelement 30. Somit ist es nicht erforderlich, auf dem
Trdgersubstrat Bereiche vorzusehen, die zum Aufbringen von
Stiitzelementen erforderlich wAren, so dass kein zusatzlicher

Platzverbrauch auf dem Tragersubstrat entsteht.

Bei der in Figur 1 gezeigten Ausfihrungsform eines elektri-
schen Moduls weist das Abdeckelement 30 einen aulleren Rand 31
und einen restlichen Bereich 32 auf. Der aubere Rand 31 um-
gibt den restlichen Bereich 32 des Abdeckelements. Das Ab-
deckelement 30 ist derart ausgebildet, dass zumindest ein Ab-
schnitt 33 des Abdeckelements, der den &duBere Rand 31 des Ab-
deckelements umfasst, in einem Abstand D zu dem Tragersub-
strat 10 angeordnet ist. Im Unterschied zu einem geschlosse-
nen Deckel, der auf dem Tragersubstrat aufgebracht wird, ist
somit zwischen Abschnitten 33 des Randes des Abdeckelements
ein Luftspalt S vorhanden. Der Abschnitt 33 des Randes 31 des
Abdeckelements ist somit durch den Luftspalt S beabstandet zu
dem Tragersubstrat angeordnet. Da das Abdeckelement im Gegen-
satz zu einem Deckel keine Seitenelemente aufweist, die auf
dem Tragersubstrat fixiert werden miissen, kdénnen die Bauele-
mente 20 bis nahe an die S&gespur, entlang derer ein Modul
aus einer bestiickten Tragersubstratflache (Nutzen) vereinzelt

wird, auf dem Tragersubstrat aufgeldtet werden.

Ein Vorteil eines Moduls der in Figur 1 gezeigten Ausfih-
rungsform gegenliber einer Verkapselung der Bauelemente mit
einem Verkapselungsmaterial besteht darin, dass der Stress,

der bei Temperaturzyklen vom Verkapselungsmaterial auf die
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Bauelemente und Verbindungen der Bauelemente ausgelibt wird,
entfallt. Ebenso vorteilhaft ist das verminderte Risiko wvon
Kurzschlissen unter den Bauelementen 20 gegenlber dem Verfah-
ren mit Verkapselung. Bei dem Aufbringen des Verkapselungsma-
terials kénnen kleine Hohlradume im Verkapselungsmaterial ent-
stehen. Beim erneuten Aufschmelzen (Reflow) beili der Bestii-
ckung von Schaltungen mit den Modulen k&nnen an diesen Stel-
len Kurzschliisse auftreten, die zu Modulausfdllen fihren. Da
die Fixierungskomponente lediglich auf den Bauelementen auf-
getragen ist und somit nicht die Bauelemente umschlielRt be-
ziehungsweise unter die Bauelemente flieBt, kdénnen derartige
Kurzschlisse bei dem Anbringen eines Abdeckelements iiber den

Bauelementen nicht auftreten.

Im folgenden wird ein Verfahren zur Herstellung des elektri-
schen Moduls angegeben. Zunadchst wird ein Tragersubstrat,
beispielsweise ein Panel oder ein Laminat, bereitgestellt.
Das Tréagersubstrat 10 wird mit Bauelementen 20 bestiickt, wo-
bei die Bestlickung beispielsweise mittels einer SMD-Montage
erfolgt. Dazu werden die Bauelemente auf ausgewiesene Berei-
che des Tragersubstrats, die mit einer Lotpaste beschichtet
sind, aufgesetzt. Unter Einwirkung von Temperatur, beispiels-
welise einer Temperatur von ca. 260 °C, wird das Lotmaterial
aufgeschmolzen und die Bauelemente 20 auf dem Tragersubstrat

fixiert.

AnschlieRend wird auf mindestens eines der Bauelemente, be-
vorzugt auf die hochsten Bauelemente 21, eine Fixierungskom-
ponente 40, beispielsweise ein Klebermaterial, aufgebracht.
Die Fixierungskomponente kann auf jedes der Rauelemente 21,
die hoher sind als andere Bauelemente, aufgebracht werden.
Die Fixierungskomponente kann aber auch nur auf einigen der
hochsten Bauelemente, beispielsweise auf den auf dem Trager-

substrat randseitig platzierten Bauelementen 21la oder den auf
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dem Tréagersubstrat mittig zwischen den Rauelementen 2la plat-
zierten BRauelementen 21b angeordnet werden. Die Fixierungs-
komponente 40 kann auch derart angeordnet werden, dass sie
sowohl auf der Oberseite der Bauelemente als auch an den Sei-
tenflachen der Bauelemente und auf dem Tragersubstrat ange-
ordnet ist. Bel dieser Ausfihrungsform ermdglicht die Fixie-
rungskomponente 40 neben der Befestigung des Abdeckelements
auf den Bauelementen auch eine sichere Fixierung der Bauele-

mente auf dem Tragersubstrat.

Alternativ zu dem Aufbringen des Klebers auf den hochsten
Bauelementen 21 kann auch die Unterseite U30 des Abdeckele-
ments mit dem Klebermaterial 40 beschichtet werden. Anschlie-
Bend wird das Abdeckelement 30 auf die hochsten Rauelemente
21 aufgesetzt. Der Kleber hédrtet bei Raumtemperatur oder wah-
rend eines Heizvorgangs in einem Ofen beil einer Temperatur
zwischen 100 °C und 200 °C aus. Nach dem Aushdrten des Kle-
bermaterials ist das Abdeckelement 30 auf den Bauelementen 21

fixiert.

Auf die hochsten RBauelemente 21 kann als Fixierungskomponente
40 auch ein Lotmaterial aufgebracht werden. Das Lotmaterial
wird erhitzt und aufgeschmolzen. AnschlieRend erfolgt eine
Abkiihlung und ein Erstarren des Lotmaterials, wodurch das Ab-

deckelement 30 auf den hochsten Bauelementen 21 fixiert ist.

Auf einer groReren Tragersubstratfiache, beispielsweise einer
Tragersubstratflache von 100 mm x 100 mm, k&nnen viele sol-
cher Module parallel gefertigt werden. Mittels eines Sagepro-
zesses werden die einzelnen Module aus dem bestiickten Trager-
substratmaterial (Nutzen) vereinzelt. Das Sdgen des Nutzens
in die einzelnen Module kann durch S&dgen mittels eines S&age-
blatts, durch Wasserstrahlsdgen oder durch Lasersagen erfol-

gen. Der Sageprozess kann als einstufiger Prozess ausgefihrt
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werden, bei dem sowohl das Abdeckelement als auch das Trager-
substrat in einem Prozessschritt geschnitten werden. Bei ei-
nem zwelistufigen S&geprozess wird zundchst das Abdeckelement
ausgeschnitten und anschlieBend das Tradgersubstrat geschnit-
ten. Nach dem Vereinzeln der Module aus dem Nutzen kann je-
wells auf die Oberseite 030 des Abdeckelements eines Moduls
eine Beschriftung aufgebracht werden. Die Beschriftung kann

beispielsweise mittels eines Laserstrahls erfolgen.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines elektrischen Moduls,
bei dem das Vereinzeln der Module aus einem Nutzen durch ei-
nen zwelistufigen S&geprozess erfolgt ist. Daher weist das Ab-
deckelement 30 eine Breite auf, die geringfiigig kleiner als
die Breite des Tragersubstrats ist. Beil einem einstufigen S&-
geprozess reicht der Rand 31 des Abdeckelements 30 bis zu ei-

nem Rand 11 des Tragersubstrats.

Figur 3 zeigt eine Ausfihrungsform eines elektrischen Moduls
mit einem Abdeckelement 30, das Uber einem Substrat 10 und
Bauelementen 20 angeordnet ist. Als Fixierungskomponente 40
ist eine Kleberschicht an einer Unterseite U30 des Abdeckele-
ments 30, die dem Tragersubstrat 10 zugewandt ist, aufgetra-
gen. Durch Aufsetzen und Anpressen des Abdeckelements 30 auf
die Bauelemente 20 kann das Abdeckelement auf den hdchsten
Bauelementen 21 des Moduls fest geklebt und somit fixiert
werden. Das Abdeckelement 30 weist eine ebene, flache und
formstabile Oberflé&che an der Oberseite 030 auf, so dass auf
dem Abdeckelement von einem Bestiickungsautomaten ein Vakuum
erzeugt werden kann, wodurch das gesamte Modul von dem Besti-

ckungsautomaten gehalten werden kann.

Die Kleberschicht 40 kann ein elektrisch isolierendes Materi-
al aufweisen. Somit kommen die Bauelemente nicht elektrisch

in Kontakt mit dem Abdeckelement. Ein Abdeckelement aus einem
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Metall, das sich auf einem schwebenden Potential befindet,
wlirde ansonsten als Antenne wirken und kdnnte die bestim-
mungsgemabe Funktionsweise der Bauelemente stdren. Wenn eine
elektromagnetische Abschirmung der Bauelemente 20 gefordert
ist, kann die Unterseite U30 des Abdeckelements 30 mit einer
leitfahigen Schicht 50 beschichtet sein. Das Abdeckelement 30
kann beispielsweise an seiner Unterseite U30 mit einem Metall
oder mit leitfdhigen Partikeln beschichtet sein. Das Abdeck-

element kann auch ein metallisches Material 34 enthalten.

Umn eine Abschirmung zu erzielen, wird das Abdeckelement 30
beziehungsweise die leitfahige Schicht 50 elektrisch durch
ein Koppelelement 60 mit dem geerdeten Tradgersubstrat 10 ver-
bunden. Als Koppelelemente koénnen auf dem Tragersubstrat
Stiitzen aus einem leitfahigen Material aufgebracht werden.
Die Stitzen kdonnen durch einen leitfahigen Kleber gebildet
werden, der beispielsweise tropfenfdbrmig auf das Tragersub-
strat aufgebracht wird. Die Koppelelemente kdénnen auch als
metallische Stiitzen (Posts), beispielsweise als Stiitzen aus
Kupfer ausgebildet sein. Gem&R einer weiteren Ausfiihrungsva-
riante weisen die Koppelelemente 60 eine kugelformige Gestalt
auf. Insbesondere konnen die Koppelelemente als Lotkugeln

ausgebildet sein.

Das Aufbringen von kugelfdrmigem Koppelelementen, beispiels-
welse von Lotkugeln, kann kostenginstig durch ein so genann-
tes Gang-Ball-Placement-Verfahren erfolgen. Dabei wird lber
dem Tragersubstrat eine Schablone, die Offnungen aufweist,
angeordnet. Die Offnungen werden mit den kugelfdrmigen Kop-
pelelementen geflillt. AnschlieRend werden alle Koppelelemente
in einem einzigen Fertigungsschritt auf dem Tragersubstrat
aufgesetzt und mit dem Tragersubstrat verbunden. Die Verbin-
dung kann beispielsweise durch einen Ldtprozess erfolgen, bei

dem die kugelfdrmigen Elemente mit dem Tragersubstrat verld-
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tet werden. Die dafiir bendtigte Flache ist aufgrund der ge-

ringen Auflage der Lotkugeln sehr gering.

Nach dem Verloten der kugelformigen Koppelelemente auf dem
Tradgersubstrat kann eine schnelle Montage des Abdeckelements
durch einen anschlieBenden Reflow-Lotprozess erfolgen, bei
dem die Koppelelemente mit dem Abdeckelement verldtet werden.
Beim Zusammenfiigen von Abdeckelement und Tragersubstrat set-
zen die Koppelelemente 60 auf das Abdeckelement 30 auf. Dabei
wird auf das Abdeckelement und die Koppelelemente ein Druck
derart aufgebracht, dass die elektrisch isolierende Kleber-
schicht 40 durch eine plastische Verformung durchstolen be-
ziehungsweise verdrangt wird. Die Koppelelemente sind vor-
zugsweise plastisch verformbar ausgebildet. Durch die plasti-
sche Verformung der Lotkugeln 50 beim Aufsetzen des Abdeck-
elements wird gleichzeitig eine HbOhenanpassung des Abdeckele-

ments 30 ermdglicht.

Figur 4 zeigt eine weitere Ausfihrungsform des Moduls 100,
bei dem mittels des Abdeckelements 30 eine elektromagnetische
Abschirmung der Bauelemente 20 erzielt wird. Im Unterschied
zu der in Figur 3 gezeigten Ausfiihrungsform ist am Rand des
Tragersubstrats 10 im Bereich der S&gespur, entlang der das
Modul aus einem Nutzen vereinzelt worden ist, und der Koppel-
elemente 60 eine Schicht 70 zur Fixierung der Koppelelemente
zwischen dem Abdeckelement und dem Tragersubstrat geformt.
Die Schicht 70 kann als eine Wandung (Glob-Top-Wandung) mit-
tels einer Siebdruckmaske auf das Tragersubstrat, beispiels-
welse die bestiickten Panels, aufgebracht werden. Auf die noch
welche Wandung 70 wird das Abdeckelement 30 aufgebracht, so
dass ein geschlossener Raum um die Bauelemente 20 auf dem
Tragersubstrat entsteht. Im Anschluss daran wird das Material

der Glob-Top-Schicht 70 ausgehéartet.
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In einer Ausfihrungsform werden durch einen SMD-Prozess die
Koppelelemente 60 auf das Tragersubstrat aufgebracht und mit-
tels der Schicht 70 fixiert. Die Koppelelemente 60 stellen
nach dem Aufbringen des Abdeckelements eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem leitfahigen Material 34 des Abdeckele-
ments beziehungsweise der leitfahigen Schicht 50 und dem ge-

erdeten Tragersubstrat 10 her.

In einer weiteren Ausfiihrungsform werden keine Lotkugeln ver-
wendet. Das Abdeckelement kann dabei aus einem metallisierba-
ren Kunststoff gebildet werden. Gemal der in Figur 5 gezeig-
ten Ausfihrungsform sind in der Schicht 70 zur Fixierung der
Koppelelemente Kavitaten 80 vorgesehen, die in die Schicht 70
eingebracht werden k&nnen. Die Vertiefungen 80 konnen bei-
spielsweise durch Laserbohrungen in die Schicht 70 der Wan-
dung eingebracht werden. Die gebohrten Ldcher kodnnen sich
durch das Abdeckelement 30 und die Schicht 70 erstrecken. Ein
elektrischer Kontakt kann dann durch die lasergebohrten L&-
cher 80 durch Abdeckelement und Wandung mit anschlieBender
Galvanisierung des Abdeckelements und der Laserbohrung reali-

siert werden.

Zzum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen dem
leitfahigen Material 34 des Abdeckelements 30 beziehungsweise
der leitfdhigen Schicht 50 und dem geerdeten Tragersubstrat
10 kann in die Kavitaten 80 ein leitfdhiges Material einge-
bracht werden, durch das ein Koppelelement 50 zwischen dem
Abdeckelement 30 und dem Tragersubstrat 10 gebildet wird. Das
leitfahige Material kann beispielsweise ein leitfahiger Kle-
ber 61 sein. In den Kavitaten 80 kann alternativ dazu ein
leitfahiger Lack 62 eingebracht werden. Eine weitere Moglich-
keit der elektrischen Kontaktierung zwischen dem Abdeckele-
ment 30 und dem geerdeten Tragersubstrat besteht in der Ab-

scheidung von Metallen 63 in den Lochern 80.
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Das Abdeckelement 30 kann auch bei den in den Figuren 3, 4
und 5 gezeigten Ausfilhrungsformen als eine diinne Folie mit
einer Dicke zwischen 10 upm und 150 pm ausgebildet sein. Die
Folie kann, &hnlich der in Figur 1 und 2 gezeigten Ausfih-
rungsform, zum Beispiel mit Klebstoff beschichtetes Polyimid
(PI), Polyethylenterephtalat (PET), Polyester oder anderen
Polymeren, die temperaturstabil sind, um einen Lotprozess un-

beschadet zu bestehen, enthalten.

Figur 6 zeigt einen Bestickungsautomaten 200, der mittels Va-
kuumpipetten 210 das Modul 100 auf einer Leiterplatine 300
platziert. Die Leiterplatine 300 ist auf einem Tager 400 be-
festigt. Das Ansaugen des Moduls erfolgt, indem die Vakuumpi-
petten auf der Oberfldche des ebenen, formstabilen Abdeckele-
ment des Moduls ein Vakuum erzeugen, durch das das Modul an
einem Arm 220 des Bestiickungsautomaten sicher gehalten werden

kann.
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Tragersubstrat

Bauelemente

Abdeckelement

Rand des Abdeckelements

innerer Bereich des Abdeckelements
Abschnitt des Abdeckelements
leitfahiges Material des Abdeckelements
Fixierungskomponente

leitfahige Schicht

Koppelelement

Schicht zur Fixierung des Koppelelements

Kavitat

PCT/EP2011/072347



10

15

20

25

30

WO 2012/084556 PCT/EP2011/072347

Patentanspriiche

1. Elektrisches Modul zur Aufnahme durch Bestlickungsautomaten
mittels Erzeugung eines Vakuums, umfassend:

- ein Tragersubstrat (10),

- mindestens ein Bauelement (20, 21), das auf dem Tragersub-
strat (10) angeordnet ist,

- ein Abdeckelement (30), das lUber dem mindestens einen Bau-
element (20, 21) angeordnet ist,

- wobeil zwischen dem Abdeckelement (30) und dem mindestens
einen Bauelement (21) eine Fixierungskomponente (40), durch
die das Abdeckelement (30) an dem mindestens einen Bauelement

(21) befestigt ist, angeordnet ist.

2. Elektrisches Modul nach Anspruch 1, umfassend:

- mindestens ein weiteres Bauelement (22), das eine geringere
Bauhodhe als das mindestens eine Bauelement (21) aufweist,

- wobel die Fixierungskomponente (40) auf dem mindestens ei-
nen Bauelement (21) aufgebracht ist,

- wobeil zwischen dem mindestens einen weiteren Bauelement
(22) und dem Abdeckelement (30) ein Luftspalt oder ein Fill-

material angeordnet ist.

3. Elektrisches Modul nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
wobeli das Abdeckelement (30) iber dem Tragersubstrat (10)
derart angeordnet ist, dass ein Abschnitt (33) des Abdeckele-
ments, der den auBeren Rand (31) des Abdeckelements umfasst,
durch einen Luftspalt (S) beabstandet zu dem Tragersubstrat

(10) angeordnet ist.

4. Elektrisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobel die Fixierungskomponente als eine Kleberschicht (40),
insbesondere als eine Kleberschicht aus einem Epoxid oder ei-

nem Silikon, ausgebildet ist.



10

15

20

25

30

WO 2012/084556 PCT/EP2011/072347

5. Elektrisches Modul nach einem der Anspriche 1 bis 4,
wobel die Fixierungskomponente (40) ein elektrisch isolieren-

des Material aufweist.

6. Elektrisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
wobel das Abdeckelement (30) ein leitfahiges Material (34)

aufweist.

7. Elektrisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

- wobel das Abdeckelement (30) auf einer dem Tréagersubstrat
(10) zugewandten Seite (U30) mit einem leitfahigen Material
(50) beschichtet ist,

- wobel das leitfahige Material (50) zwischen der Kleber-

schicht (40) und dem Abdeckelement (30) angeordnet ist.

8. Elektrisches Modul nach einem der Anspriliche 6 oder 7, um-
fassend:

- eln Koppelelement (60) zum Herstellen einer elektrischen
Kopplung zwischen dem leitfahigen Material (34, 50) und dem
Tragersubstrat (10),

- wobel das Koppelelement (60) auf dem Tragersubstrat (10)

angeordnet ist.

9. Elektrisches Modul nach Anspruch 8, umfassend:

- eine Schicht (70) zur Fixierung des Koppelelements (60)
zwischen dem Trédgerelement (10) und dem Abdeckelement (30),
- wobel die Schicht (70) zur Fixierung des Koppelelements
(60) ein Material, das hochohmiger als das Material des Kop-
pelelements (60) ist, enthalt,

- wobel die Schicht (70) zur Fixierung des Koppelelements

(60) auf dem Tragersubstrat (10) angeordnet ist.

10. Elektrisches Modul nach einem der Ansprliche 8 oder 9,
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wobel das Koppelelement (60) einen leitfahigen Kleber (61)
oder einen leitfahigen Lack (62) oder ein Material aus Metall

(63) aufweist.

11. Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Moduls zur
Aufnahme Bestiickungsautomaten mittels Erzeugung eines Vaku-
ums, umfassend:

- Bereitstellen eines Tragersubstrats (10),

- Bestilicken des Tréadgersubstrats (10) mit mindestens einem
Bauelement (20, 21),

- Anordnen eines Abdeckelements (30) Uber dem mindestens ei-
nen Bauelement (21) durch ein Befestigen des Abdeckelements
(30) auf dem mindestens einen Bauelement (21) mittels einer

Fixierungskomponente (40).

12. Verfahren nach Anspruch 11, umfassend:

- Bestilicken des Tréadgersubstrats (10) mit mindestens einem
welteren Bauelement (22), wobeli das mindestens eine weitere
Bauelement (22) eine geringere Bauhthe als das mindestens ei-
ne Bauelement (21) aufweist,

- Aufbringen der Fixierungskomponente (40), insbesondere ei-

ner Kleberschicht, auf das mindestens eine Bauelement (21).

13. Verfahren nach Anspruch 11, umfassend:

Aufbringen einer Kleberschicht (40) auf eine Seite (U30) des
Abdeckelements (30), die nach dem Schritt des Anordnens des
Abdeckelements lber dem mindestens einen Bauelement (21) dem

Tradgersubstrat (10) zugewandt ist.

14. Verfahren nach einem der Anspriche 11 bis 13, umfassend:
- Beschichten einer Seite (U30) des Abdeckelements (30), die
nach dem Schritt des Anordnens des Abdeckelements ilber dem

mindestens einen Bauelement (21) dem Tragersubstrat (10) =zu-

gewandt ist, mit einem leitfahigen Material (50),
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- Anordnen eines Koppelelements (60) auf dem Tragersubstrat
(10) zum Herstellen einer elektrischen Kopplung zwischen dem
leitfahigen Material (50) und dem Tragersubstrat (10),

- Anpressen des Abdeckelements (30) auf das Koppelelement
(60) derart, dass das Koppelelement (60) die Fixierungskompo-
nente (40) an einer Stelle verdrangt und das Koppelelement
(60) an der Stelle mit dem leitfahigen Material (50) kontak-

tiert ist.

15. Verfahren nach Anspruch 14, umfassend:

- Aufbringen einer Schicht (70) zur Fixierung des Koppelele-
ments (60) zwischen dem Tragersubstrat (10) und dem Abdeck-
elements (30) auf dem Tragersubstrat (10),

- Einbringen einer Kavitat (80) in die Schicht (70) zur Fi-
xierung des Koppelelements,

- Einbringen des Koppelelements (60) in die Kavitat (80).



PCT/EP2011/072347

WO 2012/084556

113

FIG 1

100
y

FIG 2

™10

120

311

11



WO 2012/084556 PCT/EP2011/072347
2/3

FIG 3 100

/
]
Ug‘% \\()()()() %

e 7 |
60 20
10 21
FIG 4 }1/00
: 30
50 / 40
' T
/V% { s \/
/\\\\ Y) OHG) 470
! i
60 16



WO 2012/084556 PCT/EP2011/072347

3/3

| 4
61,62, 63 10 21

GG

210 200
300 400 |

400



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2011/072347
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. HO5K13/04 HO1L25/07 HO5K3/30 HO1L21/60 HO1L21/683
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

HO5K HOI1L

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

EPO-Internal

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category™ | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X US 6 054 008 A (CHAN JOSEPH YING-YUEN [US] 1-7,
ET AL) 25 April 2000 (2000-04-25) 11-13

Y abstract; claims 1-6; figure 4 8-10,14,
column 4, Tine 10 - column 5, line 22 15

X EP 1 677 583 Al (HITACHI LTD [JP]) 1,2,4-13
5 July 2006 (2006-07-05)

Y figures 1,10,11,15 8-10,14,
paragraphs [0055], [0056], [0060], 15
[0094], [0095], [0102], [0l03], [0124]

X US 2003/206399 Al (CHUNG KIRBY J [US] ET 1,3-11,
AL) 6 November 2003 (2003-11-06) 13

Y claims 1,2; figures 2,3 14,15
paragraphs [0017], [0022], [0026]
paragraphs [0010], [0011]

- / -

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered
to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international
filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another citation or other
special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority
date and not in conflict with the application but cited to understand
the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered to involve an inventive step when the document is
combined with one or more other such documents, such combination
being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 April 2012

Date of mailing of the international search report

22/05/2012

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kelly, Derek

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

page 1 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2011/072347

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category™ | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X EP 2 003 942 A2 (DELPHI TECH INC [US])
17 December 2008 (2008-12-17)
Y paragraphs [0017], [0022], [0026];

claims 1,2; figure 1

1-8,
10-13
14,15

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

page 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2011/072347
Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
US 6054008 A 25-04-2000 US 6054008 A 25-04-2000
US 6274214 B1 14-08-2001
EP 1677583 Al 05-07-2006  EP 1677583 Al 05-07-2006
JP 4473141 B2 02-06-2010
JP 2006190726 A 20-07-2006
US 2006171127 Al 03-08-2006
US 2003206399 Al 06-11-2003  NONE
EP 2003942 A2 17-12-2008  EP 2003942 A2 17-12-2008
US 2008307643 Al 18-12-2008

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/072347

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDE!

S
INV. HO5K13/04 HO1L25/07 HO5K3/30 HO1L21/60 HO1L21/683
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

HO5K HOI1L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 6 054 008 A (CHAN JOSEPH YING-YUEN [US] 1-7,

ET AL) 25. April 2000 (2000-04-25) 11-13

Y Zusammenfassung; Anspriiche 1-6; Abbildung 8-10,14,
4 15
Spalte 4, Zeile 10 - Spalte 5, Zeile 22
X EP 1 677 583 Al (HITACHI LTD [JP]) 1,2,4-13
5. Juli 2006 (2006-07-05)
Y Abbildungen 1,10,11,15 8-10,14,
Absdatze [0055], [0056], [0060], [0094], 15
[0095], [0102], ([0103], [0124]
X US 2003/206399 Al (CHUNG KIRBY J [US] ET 1,3-11,
AL) 6. November 2003 (2003-11-06) 13

Y Anspriiche 1,2; Abbildungen 2,3 14,15
Absdatze [0017], [0022], [0026]
Absdatze [0010], [0011]

_/__

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen "T" Spétere Veréffept__lichung, die r_1_ach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der

. . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw.__das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist

dem internationalen Anmeldedatum versffentlicht worden ist "X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Versffentlichung belegt werden myu Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefuhr) o R werden, wenn die Versffentlichung mit einer oder mehreren
O" Verbffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, ) Versffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum versffentlicht worden ist "&" Versffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20. April 2012 22/05/2012

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016 Kelly, Derek

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)

Seite 1 von 2



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/072347
C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN
Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X EP 2 003 942 A2 (DELPHI TECH INC [US]) 1-8,
17. Dezember 2008 (2008-12-17) 10-13
Y Absdtze [0017], [0022], [0026]; 14,15

Anspriiche 1,2; Abbildung 1

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)

Seite 2 von 2



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/072347
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
US 6054008 A 25-04-2000 US 6054008 A 25-04-2000
Us 6274214 Bl 14-08-2001
EP 1677583 Al 05-07-2006  EP 1677583 Al 05-07-2006
JP 4473141 B2 02-06-2010
JP 2006190726 A 20-07-2006
US 2006171127 Al 03-08-2006
US 2003206399 Al 06-11-2003  KEINE
EP 2003942 A2 17-12-2008 EP 2003942 A2 17-12-2008
US 2008307643 Al 18-12-2008

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - description
	Page 16 - description
	Page 17 - description
	Page 18 - description
	Page 19 - description
	Page 20 - claims
	Page 21 - claims
	Page 22 - claims
	Page 23 - claims
	Page 24 - drawings
	Page 25 - drawings
	Page 26 - drawings
	Page 27 - wo-search-report
	Page 28 - wo-search-report
	Page 29 - wo-search-report
	Page 30 - wo-search-report
	Page 31 - wo-search-report
	Page 32 - wo-search-report

